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内容概要

本书回顾混合信号设计的发展和通用方法，重点介绍近年来发展应用的集成电路混合信号设计的最新
方法，包括系统级行为级模型，验证方法，最新工艺设计要素等。本书引进国际最新设计概念，介绍
先进设计方法、理论和工程工艺过程,具有重要工程价值、教学研究参考价值和重要学术价值。本书由
数名从事相关领域的资深工程人员联名撰写。半导体集成电路的发展经历了从模拟到数字、又从数字
到模拟的设计方法，近年来进入到了更加前沿的数模混合设计的方法学。国际先进公司，尤其是北美
等大公司，例如德州仪器（TI），飞思卡尔（Freescale）等往往又走在了这些先进技术的前面。本书
介绍的最新最实用的各种设计技术无疑将会被先进设计公司和大学选为教学参考书和培训教材。本书
适合混合信号设计工程人员、技术经理、大学研究生、大学相关专业教授等。
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